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摘要： 

本发明公开了一种阵列式陶瓷预制体烧结单元单体与高通量无压烧结方法，通过

对陶瓷颗粒进行表面改性，与合金粉末机械混合，置于石墨模具中预压形成烧结

单体。然后再在高通量真空无压烧结炉中进行烧结制得。本发明通过控制陶瓷预

制体烧结单元单体内陶瓷颗粒组分、尺度、表面改性方法、合金粉末成分及加入

量实现单批次、高通量陶瓷颗粒预制体的制备。所制备的预制体可广泛应用于制

备磨辊、板锤、锤头、斗齿、衬板、叶轮、铰刀头等耐磨复合材料所需的耐磨层

中，同时具有操作简单，成本低，效率高的优势。 

 

 

主权项： 

1.阵列式陶瓷预制体烧结单元单体的高通量无压烧结方法，其特征在于，将 ZTA

陶瓷颗粒进行表面改性，镀覆 Ni3Ti金属间化合物和α-Ti单质；然后将镀覆后

的 ZTA 陶瓷颗粒与 Ni3Ti 粉、Ti 粉混合均匀，填入石墨模具内压实得到陶瓷预

制体烧结单元单体；将陶瓷预制体烧结单元单体放入阵列式氧化铝托盘上，然后

放入高通量无压烧结制备装置内，以恒定升温速率加热至烧结温度、保温、再随

炉冷却，获得高通量陶瓷预制体。 

 


